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LEPENI EL. VODIVYCH PODLAH V
ROLICH AKRYLATOVYM LEPIDLEM

Pred pokladkou podlahy je nutné ji zkontrolovat. Pokud zjistite
viditelné vady, informujte spole¢nost GERFLOR a pred polozenim
podlahy pockejte na potvrzeni.

VODIVA PODLAHOVA KRYTINA
Krytina se celoplo3né lepi na podklad pripraveny v souladu s €SN 744505. Nalepte pomoci akrylového lepidla +
médéné pasky (kod 0586, délka: 200 m) pricné vzhledem k rolim a ve vzdalenosti nejvyse 10 m od sebe.
Skladujte lepidlo a role (nerozvinuté a polozené naplocho) min. 24 hodin predem v mistnosti, kde budou
instalovany.

Obchodni oznaceni:

Specifikace pro lepeni el. vodivych podlah:

pro zohlednéni ztrat zptisobenych pokladkou.
Specifikace poZadavkii na vodivé podlahy:

Metody pro pruzné podlahové krytiny:

e Evropa: EN 1081. Pii¢ny odpor a povrchovy odpor na tripodu
o USA: ASTM F150/NFPA 99 (2valcova elektroda)

Metody pro elektrotechnicky primysl:

e Evropa: CEl 61340-4-1

e USA: ANSI/ESD S 7.1

SPECIFIKACE
ELEGANCE EL5/BIOCONTROL EL5/BIOCONTROL ESD+

o Specifikace pro el. vodivou podlahu po pokladce (lepeny vyrobek): predpisy vyZzaduji hodnotu elektrického odporu viiéi zemi mezi 10°a 107 ohm

o Vyrobcee lepidla musi zarucit stabilitu elektrického odporu suchého filmu, kterd je stanovena pro zivotnost delsi nez 10 let.

o Stanovit piislusnou normu ve specifikaci pozadavku je odpovédnosti klienta nebo dodavatele.

Vsechny pouzité metody najdete v nasem poslednim technickém datovém listu podlah.

1. VOLBA OSETRENI SPOJU

Tento material Ize svaFovat pouze za tepla (minimaln¢ 24 hodin po nalepeni)

2. POKLADANI

Priprava
Tato podlaha neodstranuje nutnost ptipravy podkladu. Musi byt
polozen na podklad vyhovujici normé CSN 744505, Protoze tato podlaha
ma specifické elektrické vlastnosti, méla by byt pokladana pomoci
nasledujici metody.
M 2.1 - NANASENi ZAKLADNIHO NATERU
(PENETRACE), POKUD JE TO NUTNE
o Pied kazdym nanesenim dukladné promichejte. Pomoci valecku naneste tenkou,
rovnomérnou Vrstvu zikladniho nétéru s vodnou fazi s krytim cca 100 az
150 g/m? dle instrukei vyrobce penetrace
o Nechte zaschnout podle pokynti vyrobce lepidla/penetrace.
M 2.2 - UZEMNENI PASKY
Nez zacnete pokladat podlahu, koordinujte usporadani uzemnéni s
elektrotechnickou spole¢nosti. Vyvody médéné pasky jsou napojeny
na zemnici sit’ — detaily viz. CSN 33 2000-5-54.
M 2.3 - POKLADANI PODLAHY
Rozviiite podlahu 24 hodin piedem v té mistnosti , kde bude polozena. Pokud
je to mozné a s ohledem na $itku role musi byt spoje mezi rolemi
umistény mimo oblasti silného

DULEZITE: Informace v tomto dokumentu jsou platné od: 8. 12.

technickym vylepSenim by si pred zahdjenim jakékoli prace méli nasi zakaznici u nds ovérit, zda je tento dokument stale v platnosti.

provozu. Role musi vést smérem ke zdi s hlavnim oknem nebo podélné.
Zohlednéte pozici uzemiovacich spoju.
DULEZITE:
o Smér pokladky: Stejny smér viz obecna tabulka.
e Tepelné svafovani: mezi rolemi ponechte mezeru 1 mm.
M 2.4 - NANASENI LEPIDLA NA PODKLAD A POKLADANI ROLi{
e Naneste lepidlo 24 hodin po rozmisténi roli.
o Podlahu pokladejte v jedné vrstvé pomoci vodného disperzniho lepidla
(akrylove).
e Prelozte role na polovinu a poté rovnomérné naneste lepidlo pomoci
$pachtle A2 (norma TKB).
o Kryti: v zavislosti na typu a slozeni lepidla (cca 300 az 350 g/m?). Pro
zachovani tohoto kryti bude nutné $pachtli pravidelné¢ ménit.
e Polozte role po stanovené dobé schnuti.
e Pielozte zpét druhé poloviny a postupujte stejnymi kroky.
o Pokud nanésite vice lepidla, nedavejte dvé vrstvy na sebe.
e Behem prace odstraiujte veskeré Cerstvé lepidlo, které po vas nékde ztstalo.

2020 a podléhaji zménam bez predchoziho upozornéni. Vzhledem k neustalym
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M 2.5 - POKLADANI MEDENE PASKY
Pokladejte médénou pasku PRICNE pod vsechny role. Pti pokladani
roli umistéte médénou pasku na lepidlo.

Nejvzdalenéjsi bod od souvislé pasky nesmi
byt>5 m.

Pokud existuje spoj konec-konec, umistéte pasku o $itce 1,50 m

ptes dvé role.

Médéna paska musi byt poloZena aZ po stanovené dobé schnuti,
bez nadmérného vyhlazeni, aby nedochazelo k vytlacovani lepidla
pod nim.

Po polozeni pasky se ujistéte, ze nahote neni zadné lepidlo , a teprve
poté role pelozte zpét.

o Médénou pasku lze pozdéji lokalizovat podle nerovnosti povrchu.

o Médéné pasky uzemnéte

RUZNE SCENARE

NALEPOVACI VODIVE PODLAHY V
ROLICH S AKRYLOVYM LEPIDLEM

Schematicky

SVAROVANI ZA TEPLA
Paska 1,50 m

Spoj konec-konec (svar)

Nenanésejte lepidio na pésku

Paska polozend pfiéné

10m 100 m?

Mistnost < 10 ml
(podélné k rolim)
1 médény pasek prochazejici
pri¢né umistény v mistnosti

@D

Kazdé spojeni Mini
1/100 m?

"1 "~ Priklad daliiho volitelného EC
| ]

=

Mistnost >10 ml
Pouzijte 1 médénou pasku
kazdych 10 m Mezi méficim
bodem a médénou paskou
nesmi byt vice nez 5 m

U velkych instalaci Ize na vyzadani prostudovat studii
rozlozeni médéné pasky.

M 2.6 - VYHLAZEN]

Vyhlazeni musi byt provedeno ve dvou krocich:

® Ruéné pomoci vyhlazovaciho bloku.

o Peclivé vyhlazeni po celé plose pomoci hladiciho vilce
(tézky), aby se zplotily linie lepidla a zajistilo se, ze lepidlo
fadné potdhne zadni stranu podlahové krytiny.

e Pfi¢né vyhlazovani pfes médénou pasku

To se provadi pti pokladani podlahy a opét po dokonceni praci.

W 2.7 - OSETRENI{ SPOJU

Podlaha se tepelné svaii 24 hodin po nalepeni. Viz ¢ast

L, POVRCHOVE UPRAVY - Osetieni spojii.

M 2.8 - UTESNENI
Pomoci tmelu, soklové listy nebo kombinaci

M 2.9 - CASOVE UDAJE PRO PRVNI POUZITI

1-krok: ru¢ni vyhlazeni

Utésnéni pomoci tmelu MS
Polymer (Bostik Polymer MS107)
aplikovaného na prekryvajici se

2-krok: uhladit valcem

3mm
® Pro béznou pochozi zatéz je mozné podlahu pouzivat 48 hodin po dokonceni prace.
e Pro instalaci nabytku nebo pfemistovani bfemen na koleckach pockejte 72 hodin po dokonceni prace.
e Nepouzivejte u nabytku pryzové patky.

Vyrovnany
podklad

Gerflor



